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Technisches Merkblatt HSP 2740 und HSP 2741

1. Allgemeines

Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 sind sehr warmeleitfahige 1-Komponenten-
Systeme auf Epoxidharzbasis (EP), die im Sieb- und Schablonendruck aufgetragen und thermisch
gehartet werden.

Alle Symbole, die in diesem Merkblatt und auf unseren Gebinden verwendet werden wie z. B. E,
sind auf unserer Homepage www.peters.de unter dem Punkt ,Service — Etikettensymbole“ er-
klart.

2. Anwendung

Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 stellen eine extrem kostenglinstige sowie zuverlas-
sige Alternative zu den derzeit gebrauchlichen, nur sehr aufwendig prozessierbaren, aufklebbaren
Heatsinks oder Warmesenken in der Leiterplattenfertigung dar. Die hervorragenden warmeleiten-
den Eigenschaften ermoglichen fir viele Einsatzzwecke den Verzicht auf den mit hohen Material-
und Prozelkosten verbundenen Einsatz von warmeleitenden Metallblechen zum thermischen Ma-
nagement von Leiterplatten bzw. Flachbaugruppen.

Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 werden wegen der hervorragenden warmeleiten-
den Eigenschaften vorzugsweise auf die Stellen der Leiterplatte aufgedruckt, an denen sich War-
meleitbohrungen befinden. Warme wird somit bereits da abgefiihrt, wo sie entsteht. Es werden
insbesondere die unvermeidlichen Warmelbergangswiderstdnde minimiert.

Die Heatsink-Paste HSP 2740 zeichnet sich im Vergleich zu HSP 2741 durch eine bessere Be-
standigkeit in chemischen Prozessen, eine hdhere Durchschlagfestigkeit, sehr gute Druckeigen-
schaften sowie eine sehr glatte, seidenmatte Oberflache aus. HSP 2740 entspricht Anforderungen
gemafl UL 94.

Bitte beachten Sie, daB HSP 2740 aufgrund des héheren Vernetzungsgrades
eine geringere Flexibilitat besitzt, so daB es bei diinnen Basismaterialien
(<1 mm), hohen Lackschichtdicken und/oder groBen Heatsink-Pasten-
Flachen zu Verwdlbungen der Leiterplatte kommen kann. Bitte fuhren Sie
diesbeziiglich Vorversuche durch (siehe auch Punkt 7 ,,Verarbeitung®).

Die Heatsink-Paste HSP 2741 weist gute Druckeigenschaften, eine etwas weniger glatte Oberfla-
che und eine vergleichsweise hohere Flexibilitat auf, so dal Verwoélbungen aufgrund von Material-
spannungen nicht zu erwarten sind. HSP 2741 hat zudem die UL-Zulassung nach UL 94 (weitere
Informationen siehe Approbations-No. File E 80315; Registriertes Warenzeichen der Underwriters
Laboratories Inc.; Northbrook, lllinois 60062).

3. Besondere Hinweise

Die folgende Gegeniberstellung der Verarbeitungsprozesse verdeutlicht an einem mdglichen Ein-
satzbeispiel die wesentlichen Vorteile des ,gedruckten Heatsinks“: Wie die Prozelicharts zeigen,
vereinfacht sich die Produktion von Leiterplatten durch den Einsatz von druckbaren Heatsinks be-
trachtlich, da hierdurch besonders kosten- und zeitintensive Prozelschritte eingespart werden.
Viele Prozelschritte bei der Verarbeitung ,konventioneller Heatsinks* sind zudem kaum automati-
sierbar.

2 www.peters.de



Technisches Merkblatt HSP 2740 und HSP 2741

»konventionell geklebter Heatsink*

Anfertigung der Stanzwerkzeuge

Stanzen der Metallfolien in Heatsinkformen

Aufkleben der zugeschnittenen Klebefolie
auf die gestanzten Formen

Positionieren und Aufkleben der Heatsinks
auf die Leiterplatten

Mechanische Vorbehandlung der Heatsink-
Metalloberflache

Herstellen der Siebe, um die Heatsinks mit
einer Schutzschicht zu bedrucken

»gedruckter Heatsink*

entfallt

entfallt

entfallt

entfallt

entfallt

Herstellen der Siebe, um die Heatsinkpaste,
die das Heatsink darstellt, zu drucken

Drucken der Schutzschicht (i. d. R. zweima-
liger Druck mit Lotstopplack)

Direktes Aufdrucken des Heatsinks auf die
Leiterplatte (ggf. mehrmals, siehe Pkt. 7)

Hérten der Schutzschicht
(ggf. nach jedem Druck)

4. Sicherheitshinweise

Harten des Heatsinks

= Lesen Sie unser Sicherheitsdatenblatt nach Richtlinie 1991/155/EWG. Sie finden dort detail-
lierte Angaben und Kennzahlen zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie zu Transport, La-
gerung, Handhabung und Entsorgung.

=-> Beachten Sie die allgemein Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien.

5. Kennzahlen

HSP 2740 HSP 2741
Farbe/Aussehen schwarz schwarz
Festkorpergehalt 100 Gew.-% 100 Gew.-%

Viskositat* bei 20 °C
DIN EN ISO 3219

28 000 + 2 000 mPas

28 000 + 2 000 mPas

Dichte bei 20 °C
DIN EN ISO 2811-1

2,00 £ 0,05 g/cm?

2,05+ 0,05 g/cm?

* gemessen mit Haake RS 600, C 20/1°, D = 100 s, ViskositatsmeRgerat der Firma:
Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH (vormals Haake-Messtechnik GmbH + Co)
Dieselstralle 4, 76227 Karlsruhe, Deutschland
Telefon +49 (0) 721 - 40 94 - 0, Telefax +49 (0) 721 - 40 94 - 300

www.thermo.com

www.peters.de



Technisches Merkblatt HSP 2740 und HSP 2741

6. Eigenschaften
Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

6.1

Allgemeine Eigenschaften

enthalten keine der in der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, der EU-Altauto-Richtlinie 2000/53/EG
und der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG genannten Stoffe

Festkorpergehalt 100 %, d. h. die erzielte Trockenschicht entspricht nahezu der NaRRschichtdicke
problemlose Anwendung mit bestehender Siebdruck-/Schablonen- und Trocknertechnik

hohe Konturenscharfe und leichte Verdruckbarkeit ermdglichen die Darstellung von praktisch
beliebigen warmeableitenden Flachen auf der Leiterplatte

hohe Flexibilitat bei der Gestaltung unterschiedlichster Heatsinkgeometrien, da lediglich die
entsprechenden Siebe bzw. Schablonen ausgetauscht werden missen

homogene Lackschicht, d. h. keine Beeintrachtigung der Warmeleitfahigkeit durch Luftein-
schllsse

ermoglichen als Pastensystem das sichere Fullen von Warmeleitbohrungen und somit die
Erhéhung der Warmekontaktflache

hervorragende Haftung auf Létstopplacken und verschiedenen metallischen Untergriinden

die Einstufung in die Thermische Klasse F in Anlehnung an DIN IEC 60 085 gestattet den
Einsatz von HSP 2740 und HSP 2741 bei Dauertemperaturbelastungen von bis zu 155 °C

hohe mechanische Bestandigkeit
sehr gute Lotbadbestandigkeit

UL-Zulassung nach UL 94 fir HSP 2741 (siehe auch Punkt 2 ,Anwendung“). HSP 2740 ent-
spricht Anforderungen gemaf UL 94.

6.2 Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eigenschaft Prifmethode HSP 2740 HSP 2741
IPC-SM-840C, 3.6.1.1
Isopropanol N .
o erfullt erfullt
Lésemittelbestindigkeit | 1SoPropanol (75 %)/ H.0 erfiill erfill
(25 %) - .
. erfillt erfillt
Monoethanolamin erfiillt orfiillt
deionisiertes H,O
IPC-SM-840C,
Ltbadbestandiakeit 3.7.1/3.7.2 erflllt: 20 s bei 265 °C erfillt: 20 s bei 265 °C
9 MIL - P 55110 D erflllt: 10 s bei 288 °C erfillt: 10 s bei 288 °C
UL 94 erfillt: 20 s bei 288 °C

in Anlehnung an

Thermische Klasse DIN IEC 60085 F=155°C F=155°C
Glasiibergangs- TMA-Methode
(Thermomechanische wird z. Z. bestimmt 59 °C
temperatur Tg
Analyse)
. TMA-Methode
Thermischer (Thermomechanische
Ausdehnungs- Anal T b wird z. Z. bestimmt 750 ppm/°C
koeffizient > Tg na yse), _emperatur e
reich -20 bis +140 °C
In Anlehnung an
Warmeleitfahigkeit VDE 0304 nach modifi- 2 WimK 2 WimK
zierter Hitzdrahtmethode
4 www.peters.de



Technisches Merkblatt HSP 2740 und HSP 2741

6.3 Elektrische Eigenschaften

Eigenschaft Priifmethode HSP 2740 HSP 2741
o IPC-TM-650, 2.5.6.1
Durchschlagfestigkeit DIN EN 60243-1 30 kV/mm 10 kV/mm
i . VDE 0303, Teil 30 14 14
Oberflachenwiderstand DIN IEC 60093 2,0x 10" Ohm 2,0x 10" Ohm
spezifischer VDE 0303, Teil 30 16 14
Durchgangswiderstand DIN IEC 60093 4,9x 10 Ohm x cm 3x107 Ohm x cm
Feuchte/lsolations- Klasse Hund T Klasse Hund T
widerstand IPC-SM-840C, 3.9.1 1,0 x 10" Ohm 1,0 x 10° Ohm
Vergleichszahl der DIN EN 60112 auf
Kriechwegbildung Basismaterial
(Kriechstromfestigkeit, mit CTI 250 CTI1 600* CTI 600*
CTI = Comparative . CTI 600* CTI 600*
. mit CTI1 600
Tracking Index)
DIN 53483
. . 1 kHz 5,8 4.4
Dielektrizitatskonstante ¢, 1 MHz 52 42
1 GHz 6,5 4.1
DIN 53483
dielektrischer Verlust- 1 kHz 0,015 0,029
faktor tan & 1 MHz 0,013 0,021
1 GHz 0,022 0,025

* Der CTI-Wert der Beschichtung ist u. a. auch von den Kriechstromfestigkeitswerten des Basismate-
rials abhangig.

6.4 Warmeleitverhalten

Heatsink-Pasten sind im Vergleich zu den bisher angewendeten Systemen sehr flexibel im Design.
Sie eroffnen neue Wege beim thermischen Management von elektronischen Baugruppen, voraus-
gesetzt, Entwickler und Leiterplattenhersteller arbeiten im frihen Stadium der Entwicklung eng zu-
sammen. Das Layout, die Gestaltung der Warmekoppler, die gewahlte Endkupferstarke, die GroRe
der bedruckbaren Flache sowie die optimale Schichtstarke des Heatsink haben einen wesentlichen
EinfluR auf das Resultat (siehe auch Punkt 7.3 ,Hinweise zum Leiterplattendesign®). In den mei-
sten Fallen IaRt sich die Wirksamkeit nicht im Voraus berechnen, in Vorversuchen kdnnen jedoch
konkrete Werte ermittelt werden.

Der Einsatzbereich von Heatsink-Pasten ist vorwiegend dort zu sehen, wo eine Warmeabflihrung
Uber Warmekoppler zur ,Rlckseite der Leiterplatte moglich ist und Warmestrome in der GréRRen-
ordnung von ca. 3 W/m K auftreten. Heatsink-Pasten bieten sich insbesondere als Losung fur
thermische Probleme an, bei denen die Verwendung von Metallfolien zu kostenintensiv ist oder
aus Grinden der Layoutgestaltung eine Metallfolie nicht einsetzbar ist. Sie lassen sich mit Erfolg
auch dort verwenden, wo im Layout Kupferflachen als Warmesenken eingebracht sind. In diesen
Fallen ist eine Flachenreduzierung des Kupfers um dber 50 % moglich, indem diese Flachen mit
Heatsink-Paste Uberdruckt werden.

7. Verarbeitung

Da es aufgrund der Vielzahl der Variationsmoéglichkeiten unméglich ist,
Prozesse und Folgeprozesse in ihrer Gesamtheit beziiglich ihrer Schwan-
kungsbreite (Parameter, Wechselwirkungen mit eingesetzten Materialien,
chemischen Prozessen und Maschinen) beurteilen zu kénnen, sind die von
uns empfohlenen Parameter nur als Richtwerte zu verstehen. Wir empfehlen,

www.peters.de 5
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die genauen ProzeRgrenzen unter lhren Produktionsbedingungen, insbeson-
dere auch im Hinblick auf die Kompatibilitat mit lhren spezifischen Folgepro-
zessen, zu ermitteln, um eine stabile Fertigung und qualitativ hochwertige
Produkte sicherzustellen.

Die angegebenen Produktdaten basieren auf standardisierten ProzeRbedin-
gungen/Prifbedingungen der genannten Normen und miissen unter geeigne-
ten Priifbedingungen an prozessierten Leiterplatten verifiziert werden.

Selbstverstédndlich stehen wir lhnen fiir Fragen und eine Beratung mit unse-
rer Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfiigung.

Vor Gebrauch leicht aufriihren

7.1 Viskositatseinstellung
Die Heatsinkpasten HSP 2740 und HSP 2741 sind im Anlieferungszustand zu verarbeiten.

Geben Sie keine Losemittel oder Verdiinnung zu, um die Viskositat zu redu-
zieren.

7.2 Hilfsmittel

Als Hilfsmittel bei der Verarbeitung der Heatsinkpasten HSP 2740 und HSP 2741 empfehlen wir
die Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817. Das Reinigungsmittel R 5899 ist nicht kenn-
zeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung und einfach und sicher zu handhaben. Aufgrund
des extrem hohen Flammpunktes (> 100 °C) ist es speziell fur die grundliche Reinigung in Sieb-
waschanlagen geeignet. Das Reinigungsmittel R 5899 zeichnet sich durch einen niedrigen Dampf-
druck (< 0,1 hPa bei 20 °C) aus und fallt daher nicht unter die EG-Richtlinie 1999/13/EG, die L6-
semittel anhand des Anteils an fluchtigen organischen Verbindungen (VOC = Volatile Organic
Compounds) beurteilt.

Weiterhin steht das Reinigungsmittel R 5821 zur Verfigung, das aufgrund des hohen Flamm-
punkts von +32 °C ebenfalls gut fir die Siebreinigung in Siebwaschanlagen eingesetzt werden
kann und sich auch fur die Reinigung von Arbeitsgeraten eignet. Fur die manuelle Reinigung von
Sieben und Arbeitsgeraten empfehlen wir das Reinigungsmittel R 5817 mit schneller und intensiver
Reinigungswirkung.

Verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht als Verdiinnung oder zum Sau-
bern der Hande. Losemittel entziehen der Haut das natiirliche Fett.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden. N&-
here Informationen zur EU-VOC-Richtlinie 1999/13/EG finden Sie in unserer Technischen Infor-
mation Tl 15/110 ,,Die EU-VOC-Richtlinie — Inhalte und Konsequenzen fiir die Leiterplatten-
branche®. In unserem Merkblatthandbuch liegen diese Technischen Druckschriften unter Gruppe
5 und 15. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte*
und Technische Informationen unter der Rubrik ,Service®.

7.3 Hinweise zum Leiterplattendesign

Das Design sollte in enger Zusammenarbeit des Leiterplatten-Herstellers mit dem Baugruppen-
Entwickler festgelegt werden, um die Leistungsfahigkeit von HSP 2740 bzw. HSP 2741 optimal
auszuschopfen. Dabei sind folgende Hinweise mit zu bericksichtigen:

e SMD-Bestiickung
Aufgrund der relativ hohen Schichtstarke der Heatsinkpaste von 100 bis 300 um sollten Flachen
fur Lotpastendruck und Heatsink-Fldchen nicht in unmittelbarer Nachbarschaft vorgesehen
werden, damit ein einwandfreier Lotpastendruck maoglich ist.

6 www.peters.de
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e Bohrungen
Um Bohrungen fir die Durchstecktechnik ist eine moéglichst groRe Freistellung vorzusehen,
mindestens 0,5 mm umlaufend.

e Wairmeleitbohrungen (Warmekoppler)
Die Effizienz der Heatsinkpaste wird durch sogenannte Warmeleitbohrungen massiv erhoht.
Diese Bohrungen sollten einen Durchmesser in der GréRenordnung von 0,6 — 0,8 mm haben.

7.4 Siebdruck

Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 kdnnen im Siebdruckverfahren oder im Schablo-
nendruck aufgebracht werden. Nach jedem Druckvorgang mufd eine Zwischenhartung der jewei-
ligen Schicht durchgefiihrt werden (siehe Punkt 8 ,Trocknung/Aushartung).

- Stellen Sie sicher, dal} die Oberflache sauber, fettfrei und trocken ist.

e Fiillen der Warmeleitbohrungen
Je vollstandiger die Warmeleitbohrungen gefillt sind, desto effizienter ist die Warmeabfihrung.
Der Fuligrad der Bohrungen kann Uber Rakeldruck und Druckgeschwindigkeit gesteuert werden
(Durch Erhéhung des Rakeldrucks und langsameres Drucken wird mehr Material in die Bohrun-
gen eingebracht.).

Empfohlene Siebdruckparameter

Stahlgewebe:
- 224/100

- 245/65

- 265/50

Siebgewebe

Freistellungen im Siebgewebe > Durchmesser der Bohrungen
(um 0,3 — 0,5 mm gréRer, je nach Druckformatgrofie)

Siebdruckschablone | Ein hoher Schablonenaufbau ist nicht notwendig, da der Lack ausschlieRlich in
die Bohrungen gedruckt werden soll. In der Regel reicht es aus, die Siebma-
schen mit einer diinnen Emulsionsbeschichtung oder einem diinnen Kapillarfilm
zu verschlieRen.

ca. 3 mm dick, Basismaterial, das mit demselben Bohrprogramm gebohrt wur-
de, jedoch mit flinffach gréRerem Durchmesser als die Warmeleitbohrung
(Durch die Druckunterlage wird das Fullen der Bohrungen erst erméglicht, da

Druckunterlage es unter den Bohrungen keinen Widerstand durch Luftpolster gibt.)

Denkbar ist auch ein Auflagegitter, das kein Nachfedern des Druckgutes zulait.
Siebabsprung gering
Fluten Gummirakel 75 Shore A schiebend 70°

Gummirakel 75 Shore A, Rakelschliff 30-45°
Drucken Druckwinkel 90°
moglichst hoher Rakeldruck (4 bar), mdoglichst geringe Druckgeschwindigkeit

Diese Druckparameter haben orientierenden Charakter und missen, abhangig von Layout der
Leiterplatte und dem ,Aspect Ratio“ der zu verfiillenden Durchkontaktierungen (Verhaltnis von
Lochdurchmesser zu Plattendicke) optimiert und an die jeweiligen Produktionsbedingungen an-
gepaldt werden.

e Flachendruck

Es mul} in einem Druckvorgang mindestens eine Schicht von 50 ym HSP 2740 bzw. 80 ym
HSP 2741 aufgetragen werden, da bei dinneren Schichten eine vollstandige Aushartung nicht
gewabhrleistet ist.

Die Schichtdicke beim Flachendruck ist mafigeblich vom eingesetzten Siebgewebe abhangig.
Die erzielte Trockenschichtdicke ist in der Regel in etwa identisch mit dem Fadendurchmesser
(Ein 15T Polyestergewebe mit 250 ym Fadendurchmesser ergibt z. B. 250 — 280 ym Trocken-
schichtdicke der Heatsinkpaste).

www.peters.de 7
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Empfohlene Siebdruckparameter

15 T Polyestergewebe (nach neuer Nomenklatur 15-200)
mit 2 x 100 ym-Kapillarfilm oder fiir geringere Schichtdicken:

Siebgewebe 18 T Polyester-Gewebe (nach neuer Nomenklatur 18-180)
mit 2 x 80 ym-Kapillarfilm

Siebspannung mindestens 18 N/cm

Siebabsprung 2-3 mm

Lift minimal

Gummirakel 70 — 75 Shore A, schiebend, rechtwinklig geschliffen
Fluten (keine Metallschippe einsetzen!)
langsam fluten (100 mm/s)

Gummirakel 70 — 75 Shore A, ziehend, rechtwinklig geschliffen
Drucken Druckwinkel 75°
schnell drucken (250 mm/s)

e Overcoat-Druck

Durch den Einsatz von groben Siebdruckgeweben fiir den Flachendruck ist eine deutliche Ge-
webestruktur an der Oberflache sichtbar. Wird eine méglichst feine planare Oberflache benétigt,
z. B. weil die HSP-Oberflache mit einem Alu-Gehaduse verschraubt wird, um so die Warmeab-
fihrung von der Baugruppe noch zu verstarken, ist ein sog. Overcoat-Druck ratsam. Dieser
Druck ebnet die Oberflachenstruktur ein. Es muf® in einem Druckvorgang mindestens eine
Schicht von 50 ym HSP 2740 bzw. 80 ym HSP 2741 aufgetragen werden, da bei dinneren
Schichten eine vollstandige Aushartung nicht gewahrleistet ist.

Empfohlene Siebdruckparameter

Stahlgewebe mit 80 pm-Film:

Siebgewebe - 265/50 (speziell fur hohen Farbdurchlass, jedoch etwas empfindlich)
- 245/65 (auch hoher Farbdurchlal3, jedoch etwas stabiler)

Siebdruck- Freistellungen im Siebgewebe im Vergleich zum Flachendruck

schablone um 0,3 mm reduzieren

Fluten Standard-Flutprozefd mit Metallschippe

Gummirakel 70 — 75 Shore A, ziehend, rechtwinklig geschliffen
Drucken Druckwinkel 75°
schnell drucken (250 mm/s)

e Gewebewahl bei geringen Anforderungen an die Oberflachenstruktur
Falls keine feine Oberflachenstruktur aber eine hohe Schichtdicke (250-500 um) gefordert ist,
kann der Fulldruck mit einem 15T Polyestergewebe erfolgen. Die Lackanhaufungen Uber den
Bohrungen, bedingt durch das dicke Gewebe, werden spater Uber die hohe Gesamtdicke und
die grobe Gewebestruktur nahezu kaschiert.

e Gewebewahl fiir geringe Schichtdicken
Wird nur eine geringe Schichtdicke (140 — 250 um) angestrebt, ist der Einsatz eines 245/65
Stahlgewebes sowohl flr den Flill- als auch fir den Flachendruck zu empfehlen.

8. Trocknung/Aushartung

Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 werden unter folgenden Bedingungen thermisch
gehartet:

45 min* bei 150 °C.

* Objekthaltezeit: Die Aushartezeit wird erst ab dem Zeitpunkt gerechnet, an dem die Leiterplatten die
Aushartetemperatur erreicht haben.

8 www.peters.de
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Bei einem mehrfachen Druck genigt eine Zwischenhartung der jeweiligen Schichten von
e 30 min bei 130 °C (HSP 2740)
¢ 10 min bei 130 °C (HSP 2741).

Die letzte Schicht muf3 fiir 45 min bei 150 °C ausgehartet werden.

In Abhangigkeit von Layout und Folgeprozessen mussen evtl. die Ausharte-
parameter angepalit und hohere Schichtdicken aufgetragen werden.

Grundsatzlich sind HSP 2740 und HSP 2741 auch hervorragend fir die Aushartung in Infrarot-
Durchlaufanlagen geeignet. Die entsprechenden Parameter sind in Vorversuchen zu ermitteln.

9. Standardverpackung
Die Heatsink-Pasten HSP 2740 und HSP 2741 werden in folgender Verpackung geliefert:

Verpackung Verkaufseinheit
HSP 2740 R
HSP 2741 10 Dosen a 2 kg 20 kg
HSP 2741 4 Dosen a 0,25 kg 1 kg

Anbruchmengen einer Verkaufseinheit sind mdglich, haben jedoch Zuschlage fir Verpackungsko-
sten zur Folge.

10. Haltbarkeit und Lagerbedingungen

Mindesthaltbarkeit und Lagerbedingungen sind auf den Gebinden angegeben.
g Haltbarkeit: in ungeoffneten Originalgebinden mindestens 6 Monate

Lagerbedingungen: +5 °C bis +25 °C
— Lagertemperaturen unter + 5 °C machen das Material unbrauchbar.
_ﬂ/ Lagertemperaturen iiber +25 °C sind unbedingt zu vermeiden, da hierdurch
¢5 die Haltbarkeit deutlich verringert wird.
Schiitzen Sie die Gebinde vor Sonnen- oder sonstiger Warmestrahlung, da
es sich um ein temperaturempfindliches System handelt.

+10°C]

optimale Lagerbedingungen: +5 °C bis +10 °C
i (Hierdurch verlangert sich die Haltbarkeit.)

% vor Frost schiitzen

Aus Grinden der Lagerhaltung kann es in Einzelfallen vorkommen, daf bei Auslieferung die vorab
angegebene Haltbarkeit unterschritten wird. Es ist jedoch sichergestellt, dal® unsere Produkte bei
Verlassen unseres Hauses mindestens 2/3 der Haltbarkeit besitzen.

11. Literaturhinweise/ Technische Druckschriften

Als Erganzung zu den in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen kénnen wir Ihnen unsere
Heatsink-Informationsmappe mit zahlreichen weitergehenden Informationen zur Heatsink-Paste
sowie Fachreferate und Technische Informationen aus unserem Hause zur Verfugung stellen, die
Anwendung und Verarbeitung ausfiihrlicher beschreiben. Eine Aufstellung unserer Technischen
Druckschriften finden Sie in der Tl 15/100 (Technische Informationen) sowie in der TI 15/101
(Fachreferate).
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In unserem Merkblatthandbuch finden Sie die Technischen Informationen (TI's) unter Gruppe 15.
Oder informieren Sie sich unter http://www.peters.de oder auf unserer Merkblatt-CD unter der
Rubrik ,Service*.

Als weitere Literatur empfehlen wir:

Werner Jillek, Gustl Keller: ,,Handbuch der Leiterplattentechnik®, Band 4

unter Mitarbeit von 31 Mitautoren, u. a. von Werner Peters, Rudiger Dietrich, Michael Miller und
Dr. Manfred Suppa (samtlich Mitarbeiter unseres Hauses), Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau,
2003, ISBN 3-87480-184-5

Hans Gerd Scheer: ,,Siebdruck-Handbuch*

Verlag Der Siebdruck, Libeck, 1999, ISBN 3-925402-41-1.

12. Weitere Produkte fiir die Leiterplattenfertigung

Wir halten ein komplettes Programm an Atzresists (fotostrukturierbar, UV-hirtend, konventio-
nell hiartend), Galvanoresists, Lotstopplacken (fotostrukturierbar, UV-hartend, konventionell
hartend) sowie an abziehbaren Loétstopplacken, Signierlacken (fotostrukturierbar, UV-
hartend, konventionell hartend), Carbon-Leitlacken, Durchsteigerfillern (rein thermisch har-
tend), Dickschichtfiillern, Plugging-Pasten, Heatsink-Pasten, Spezial-Strippern fiir Lotstopp-
lacke und weiteren Hilfsprodukten fiir den Schaltungsdruck (u. a. Reinigungsmittel, Ver-
diinnungen) fur Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfligung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

13. Weitere Produkte fiir die Elektronik/ Elektrotechnik

Wir halten ein reichhaltiges Programm an Schutzlacken, Dickschichtlacken, Silikon-Gel, Ver-
guBmassen, GieBharzen, Elektropasten, Isolierlacken, Tranklacken, Klebelacken und Elek-
trohilfsprodukten fiir Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfugung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

Haben Sie noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Losung lhrer Probleme. Auf Anfrage senden wir
Ihnen kostenlos Muster und Technische Druckschriften zu.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfol-
gen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Drit-
ter.

Die Produkte sind ausschlie3lich fir die im jeweiligen Merkblatt angegebenen Anwendungen vorgesehen.

Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prifung - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblatter und techni-
schen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Bera-
tung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen auerhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich
in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer jeweils aktuellen Allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Lackwerke Peters GmbH + Co KG
Hooghe Weg 13, 47906 Kempen

Internet: www.peters.de
E-Mail: peters@peters.de

Telefon (0 21 52) 20 09-0
Telefax (0 21 52) 20 09-70
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